OBUDOWA KOMPUTEROWA

MODECOM
OBERON
PRO LE
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U 1x 120 mm wentylator z tylu obudowy. U Duze mozliwosci aranzacji wnetrza. U Funkcjonalne wnetrze z tunelem na
U1 Dwa paski mesh na krawedziach frontu U Uzycie wysokiej jakosci materialéw podczas zasilacz i koszykiem na dyski twarde
obudowy oraz siatka mesh na spodzie obudowy. produkcji stanowi o jej trwalosci. HDD 35"/ SSD 2,5".
U Mozliwos¢ montazu chlodzenia procesora do 163 U Filtr zabezpieczajgcy przed kurzem na U Miejsce na karty grafiki do 395 mm.
mm. spodzie obudowy.

www.modecom.com



UZNANA OBUDOWA

,,Oberon mawszystko to, czego
przecietny uzytkownik moze od
hiego wymagac”’

T

g pl=gt= THp= o=~ =N

L8 & &

-

N

MHEOROLUSRE =L

REKOMEMDGC 1A

#
L

NAGRODZONA ,SKRZYNKA”

Historia modelu obudowy MODECOM Oberon siega 2016 roku, kiedy to jej pierwsza
wersja pojawita sie na sklepowych pétkach. Szybko =zdobyla fanéw gier
komputerowych, poniewaz oferuje szereg uzytecznych funkcji, ktére doceni kazdy
mitosnik gamingu. Z biegiem lat model Oberon ewoluowal dzieki opiniom
uzytkownikow.

MODECOM Oberon zdobyt nie tylko serca graczy, ale takie sympatie ekspertéw.
Zgodnie ocenili, ze montaz komputera do gier czy pracy w obudowie MODECOM

Oberon jest nie tylko rozsgdnym wyborem, ale takze uzasadnionym ekonomicznie.



STANDARD ATX

Obudowa w standardzie ATX.

MINIMALIZM | NOWOCZESNOSC

Minimalizm  spotyka sie Z  nowoczesnosciq.

Zamknieta konstrukcja bez szklanego panela -

P

prosty, ale jednoczesnie ponadczasowy design.

FUNKCJONALNOSC

Wysoka funkcjonalnos¢ obudowy to jej zaleta — duze

mozliwoéci aranzacji wnetrza pozwolg zbudowa¢
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wydajny komputer do gier lub do pracy.




MODECOM OBERON PRO LE

PRAKTYCZNE |
FUNKCJONALNE
WNETRZE

Praktyczne i funkcjonalne wnetrze pozwala zbudowaé¢
komputer wedtug wilasnych potrzeb. Mozliwos¢ montazu

dodatkowych wentylatoréw, diugi tunel na zasilacz - to

tylko niektére zalety obudowy MODECOM OBERON PRO
LE.

www.modecom.com




MODECOM OBERON PRO LE

LE CZYLI ,,LIGHT EDITION”

Obudowa MODECOM OBERON PRO LE zostalta zaprojektowana dla uzytkownikéw, ktérzy
cenig sobie przestronne i funkcjonalne wnetrze w polgczeniu z atrakcyjnym, nowoczesnym

wzornictwem.

Przemyslana konstrukcja wewnetrzna obudowy w polgczeniu z dopracowanymi detalami
panelu przedniego, stawiajg OBERON PRO LE na szczegdlnej pozycji wsérédd propozycji
MODECOM. OBERON PRO LE sposréd innych obudéw wyrdinia sie eleganckim,

minimalistycznym wzornictwem, podkreslonym klasyczng czernig.

Wersja  OBERON PRO LE to nowoczesna konstrukcja oparta na doswiadczeniach
wczesniejszych wersji z serii OBERON. Dopracowane w detalach szczegéty sq odpowiedzig na
zgtaszane przez uzytkownikéw oczekiwania odnosnie funkcjonalnej obudowy komputerowe;j.

Wersja ta stanowi doskonalg okazje do rozbudowy - mozliwo$¢ montazu wentylatoréw we

wlasnym zakresie pozwala na konfiguracje komputera wedtug wtasnych preferencii.



DOBRA ORGANIZACJA
PRZEWODOW

Dobra organizacja przewodéw w obudowie pozwala na
optymalng organizacje przestrzeni w jej wnetrzu. Dzieki temu
nie tylko jest schludnie, ale przede wszystkim przyczynia sie do
lepszego obiegu powietrza, a tym samym do zachowania

nizszych temperatur wewngtrz obudowy.

www.modecom.com
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PRAKTYCZNE
ROZWIAZANIA

Pierwsza, gérna zaslepka na karty rozszerzen
PCI/PCle jest wykrecana. Dzieki temu montaz karty

graficznej jest wygodniejszy.

Wszystkie zaslepki posiadajg otwory w celu poprawy

obiegu powietrza, wpltywajgc pozytywnie

na temperature komponentéw komputera.
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RN FILTR NA SPODZIE
N\ ZASILACZA

“tane A Elementy siateczkowe z racji matych otworéw
Y vearh s petnig funkcje filtrujgcq na spodzie zasilacza
chronigc wnetrze obudowy przed dostaniem sie

s kurzu i brudu.

Wystarczy zdemontowaé filtr i dokladnie
wyczysci¢, aby zapewni¢ staly doplyw powietrza

do zasilacza.




MODECOM OBERON PRO LE

WENTYLATOR

1 x 120 mm fabrycznie zamontowany wentylator na tyle obudowy, ktéry ma za
zadanie wyciggaé¢ gorqce powietrze z wnetrza obudowy. Takie rozwigzanie bedzie
wystarczajgce do zbudowania energooszczednego komputera, natomiast dla oséb
potrzebujgcych bardziej rozbudowanych komputeréw, zostawia pole do montazu

dodatkowych wentylatoréw we wtasnym zakresie.
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PANEL FRONTOWY

Panel z wejsciami audio, 2 x USB 2.0 oraz 2 x USB 3.0, przyciskiem reset i

podséwietlanym niebieskim swiattem przyciskiem power.

Konstrukcja obudowy umozliwia réwniez montaz napedéw DVD.



www.modecom.com

ODOW DLA KTORYCH WA

omputer zaréwno do gier, jak i do nauki lub
— e ] o k*

pracy. <
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LATOR Fabrycznie zamontowany zostat jeden 120-milimetrowy wentylator z tylu obudowy.
=ID AN P.¢ - Zyskujesz pewnos¢ kompatybilnosci komponentéw.

LNE

Funkcjonalne i praktyczne wnetrze.

Elegancki, czarny kolor bedzie dobrze pasowa¢ do kazdego stanowiska.
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ODOW DLA KTORYCH WA

ardych w konfiguracjach: trzy dyski SSD 25"
25",
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Tunel na zasilacz separuje PSU od pozostatych komponentéow. Takie rozwigzanie zapewnia

nizszq temperature W srodku obudowy.

We wnetrzu wygospodarowano duzqg przestrzen (240 mm) na zasilacz. Pozwala to na montaz

dtugich zasilaczy oraz tatwq aranzacje okablowania.

Na froncie obudowy sq dwa wejscia USB oraz dwa wejscia USB 3.0. Wygodny dostep do

podpiecia mikrofonu i stuchawek.

Cho¢ 0 gustach sie nie dyskutuje, to MODECOM OBERON PRO LE ma swoj urok. Jest to

nowoczesna obudowa do budowy nowoczesnego komputera.



W obudowie mozna zamontowaé pie¢ dyskéw twardych w konfiguracjach: trzy dyski SSD 2.5”
oraz dwa dyski HDD 3.5 (w systemie beznarzedziowym) lub pie¢ dyskéw SSD 2.5". Zasilacz
oraz miejsce na dyski twarde 3,5°/2,5" umieszczone sq w ostonie (tunelu) na spodzie obudowy,

natomiast pozostate miejsce na dyski SSD znajduje sie na tylnej stronie szkieletu obudowy.

MONTAZ DYSKOW HDD/SSD




MODECOM OBERON PRO LE

- MOZLIWOSC ROZBUDOWY.

Wersja LE jest idealna do rozbudowy wedtug wtasnych preferencji lub

zbudowania energooszczednego komputera.
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MODECOM OBERON PRO LE

- EKONOMIA | JAKOSC.

Obudowa charakteryzuje sie $wietng relacjg ceny do jakosci, oferujgc dobrej

jakosci blachy o grubosci 0,7 mm oraz spasowanie elementéw.




MODECOM OBERON PRO LE

- PRAKTYCZNOSC.

Pojemna obudowa z dobrg organizacjg przewoddw.




Model

Rodzaj obudowy
Przeznaczenie
Wymiary obudowy:

Format plyty gtéwne;j

OBERON PRO LE

Midi tower

Dla graczy / do domu / do biura
455*205*475 mm (L*W*H)

ATX/ Micro ATX/ ITX

Zlgcza na panelu przednim/ gérnym:

e USB 30

e USB 20

*  Wejscie na
mikrofon

*  Wejscie na
stuchawki

Miejsca montazowe:

 wewnetrzne HDD
3,5"

* wewnetrzne SSD

2,9"

Rozwigzania
beznarzedziowe

www.modecom.com
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2

TAK

TAK / HD AUDIO

2 (mozliwos$¢ zamontowania w ich

miejsce 2 x SSD 2,5")
3

TAK

MODECOM
OBERON PRO LE




Model

OBERON PRO LE

Liczba zainstalowanych wentylatorow:

o fy’r
Miejsca na karty
rozszerzen

Miejsce montazu
zasilacza

Tunel na zasilacz

Wysokosé¢ chlodzenia
procesora

Maksymalna dtugos¢
karty graficznej

Informacje dodatkowe:

o filtr pod
zasilaczem

e grubos¢ stali

e waga netto

www.modecom.com

1 x120 mm
7

dét obudowy
TAK — 240 mm
163 mm

395 mm

TAK
0,7 mm

5,3 kg

MODECOM
OBERON PRO LE
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Dane
logistyczne

KOD: AT-OBERON-PR-10-000000-0002-LE
EAN: 5906190442666

llos¢ sztuk w opakowaniu: 1 sztuka

Wymiary opakowania: 560 x 560 x 320 cm




